NAMASTE

CENTER ODLICNOSTI

Ekspertna znanja

Tehnoloski razvoj

infrastruktura

svetovanje za tehnoloski razvoj

znanje

oprema

- Razrez ssilicija z diamantno krozno
Zago

- Razrez struktur na silicijevih
rezinag (integrirana vezja,
senzorji) z diamantno kroZno
Zago

- Zaga za razrez Silicijevih rezin

- Plaganje elektronskih komponent
na laminirane plosce za izdelavo
vezij

- Polaganje elementov in
senzorjev na pripravljen
laminat

- Avtomatski polagalnik

- Nanasanje spajkalne paste na
laminirane plosce za izdelavo vezij

- Nanasanje razlicnih spajkalnih
past in lepila na pripravljen
laminat

- Avtomatski nanasalnik paste

- lzdelava nacrtov za nanos spajkalne
paste po sititiskarski metodi

- lzdelava nacrta kovinske folije
za nanos paste

- Programski paket za izdelavo
nacrtov folij

- Priprava za vpetja folij in
nanansanje paste

- Temperaturne meritve z
vpihovanjem zraka

- lzdelava temperaturnih
modelov in meritev raznih
struktur, senzorjev in vezij v
obmoc¢ju -40°C - 150°C

- Naprava za vpihovanje zraka

- Temperaturne meritve v komori

- lzdelava temperaturnih
modelov in meritev raznih
struktur, senzorjev in vezij v
obmoc¢ju -40°C - 140°C

- Temperaturna komora za vecje
strukture

- Testiranje integriranih vezij na
silicijevi rezini

- Racunalnis$ko krmiljena
naprava za testiranje
integriranih vezij s
podajalnikom in moZnostjo
meritev pri treh temepraturah

- lzdelava testnih programov

- Racunalnisko krmiljenje
merilnih instrumentov

- Tester (3x)

- Spajkanje pripravljenih
elektronskih struktur na laminatu

- Nastavljiva tunelska pec s
tremi coanmi in kontrolirano
atmosfero (N2)

- Pec za spajkanje

- Povezovanje (bondiranje)

- Povezovanje integriranih vezij v

- Aubonder
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integriranih vezij z Au

testnih ohisjih ali laminatih

Povezovanje (bondiranje)

integriranih vezij z Al

Povezovanje mocnostnih
elementov na laminate ali

mocnostne Cu povezave

Al bonder

Nacrtovanje integriranih  vezij,

senzorjev in senzorskih sistemov

Nacrtovanje integriranih vezij in
senzorskih struktur za merjenje
magnetnega polja,
temeprature, kemicnih
molekul, THz ter analiza

rezultatov

Programski paket Cadence in

HSpice

Svetovanje pri izdelavi senzorjev

Svetovanje glede razlicnih

struktur in uporabljenih
materialov za ¢im  vedjo

obcutljivost in selektivnost

Programski paket Cadence in

HSpice

Modeliranje senzorjev in drugih

elementov ter vezij

Modeliranje glede na rezultate
analiz delovanja in mehanskih/

termicnih meritev

Programski paket COMSOL in
Matlab

Svetovanje pri izdelavi integriranih

vezij za zmanjsSanje EMC motenj

Svetovanje glede pravilne
razmestitve blokov in uporabi
elementov za zmanjsanje EMC

vpliva

Programski paket Cadence in

HSpice

lzdelava sestavnice mask za

Nacrtovanje in izdelava

Programski paket Cadence in

integrirana vezja sestavnice mask za razlicne HSpice
tehnologije izdelave
integriranih vezij
lzdelava testnih laminatov za lzdelava mask in rezkanje Rezkar za integrirana vezja

integrirana vezja

testnih laminatov za testiranje

integrirnaih vezij

MITS

Procesiranje integriranih vezij (IV)
na Si rezinah v tehnologiji CMOS in
izdelava mikro elektro mehanskih
sistemov (MEMS) na Si in steklu z
mozZnostjo obojestranske izdelave

in moznostjo spajanja rezin.

Obvladovanje tehnoloskih
korakov potrebnih za izdelavo
v

-oksidacije

-difuzije

-dopiranje s P iz POCI3 izvora

-dopiranje z B, P in As z ionsko

implantacijo v obmocju 10" do

Oprema za procesiranje Si rezin
-difuzijske peci,

-implanter za dopiranje
-kontaktni poravnalnik
-plazemski jedkalnik

-merilna oprema za meritev
debeline in lomnih koli¢nikov

dielektricnih plasti
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10" cm?

-nanos tankih plasti SiN, poli Si,
Si02 po postopkih LPCVD in
PECVD

-nanos tankih metalnih plasti
Al, Ti, Bi v visokem vakuumu
-kontaktna fotolitografija z
locljivostjo do 0,8 pm na ravnih
substratih

-plazemska in mokra jedkanja
prevodnih in izolacijskih plasti.

-spajanje rezin

- -konfokalni vrsti¢ni mikroskop
z lateralno locljivostjo 0,18 um

in vertikalnim pomikom 10 nm




